
Polish & Sealing
Foam Pad

Pagina 1 di 1La spugna con finitura extrafine per applicare uniformemente e in piccole quantità prodotti
sigillanti come 1K Nano o Lack-Polish grün. L`altezza ridotta di 25 mm crea basse forze di
torsione, garantendo un’ottima maneggevolezza e il più alto livello di stabilità. La
reticolazione ottimizzata (struttura cellulare aperta) e il conteggio delle cellule
contribuiscono a un elevato livello di abrasività e a fattori igienici eccellenti. Il bordo di
fresatura assicura una maggiore flessibilità per i cuscinetti, consentendo loro di adattarsi ai
contorni più facilmente. Il materiale colorato basato su fibre non tessute è adatto per la
levigatura e garantisce la sicurezza del processo.

Contenitore
Contenitore N. art.
5x Ø 45 x 25 mm 9998336
Ø 126 x 25 mm 9998337
Ø 150 x 25 mm 9998338

Avviso
Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può
derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione.
Per consulenza, siamo a vostradisposizione.
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